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Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Sony Europe B.V.
Kemperplatz 1, 10785 Berlin

Mit ihrem Pruflabor

Sony Europe B.V.

Zweigniederlassung Deutschland
Stuttgart Technology Center

Stuttgart Laboratory 2 (SL2)
Hedelfinger Stralle 61, 70327 Stuttgart

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Mikroskopische Untersuchungen und quantitative Analysen mittels spektroskopischer Verfahren
(EDX, FT-IR) auf Schadstellen sowie Fremdstoffe an Halbleiterbauteilen

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2
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Hausverfahren 1, v2.0 SL2-FA-SOP-Appearance Check and Disassembly
2022-12-01 Microscopic investigation (light microscopy) and preparation of

semiconductor components for failures and foreign substances
(e.g. scratches, cracks and dust particles)

Hausverfahren 2, v2.0 SL2-FA-SOP-FT-IR (Fourier-Transform Infrared) Spectroscopy

2022-12-01 Spectroscopic analysis (FT-IR) of semiconductor components for
failures and foreign substances (e.g. scratches, cracks and organic
dust particles)

Hausverfahren 3, v2.0 SL2-FA-SOP-SEM (Scanning Electron Microscopy) and EDX Analysis
2022-12-01 (Energy Dispersive X-Ray Analysis)
Microscopic investigation (SEM) and spectroscopic analysis (EDX)
of semiconductor components for failures and foreign substances
(e.g. scratches, cracks and inorganic dust particles)

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

ISO Internationale Organisation flir Normung
IEC International Electrotechnical Commission

SL2-FA-SOP Hausverfahren der Sony Europe B.V.
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